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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Ausrichtung und Vorfixierung eines flächigen Subst-
rats auf einem Trägersubstrat für die Weiterverarbei-
tung des Substrats gemäß Anspruch 1. Weiterhin be-
trifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren gemäß
Anspruch 12.

[0002] Um sehr dünne Substrate, insbesondere 
Halbleitersubstrate wie Wafer mit einer Dicke von we-
nigen nm bis zu 250 μm herstellen zu können, wer-
den diese üblicherweise auf Trägersysteme montiert. 
Ausgehend von einem dicken (üblicherweise größer 
250 μm) Substrat wird meist eine Trägerfolie einseitig 
laminiert (so genanntes „Back Thinning Tape”), um 
das Substrat anschließend rückdünnen zu können.

[0003] Das Rückdünnen von Wafern ist in der Halb-
leiterindustrie häufig erforderlich und kann mecha-
nisch und/oder chemisch erfolgen. Zum Rückdünnen 
werden die Wafer in der Regel auf einen Träger vor-
übergehend fixiert, wobei es für die Fixierung ver-
schiedene Methoden gibt. Als Trägermaterial werden 
beispielsweise Folien, Glassubstrate oder Silizium-
wafer verwendet. Am Ende des Rückdünnvorganges 
und der Nachbearbeitung innerhalb einer Anlage 
werden die rückgedünnten Substrate auf Filmrahmen 
montiert und anschließend wird das Trägermaterial 
entfernt.

[0004] Sobald eine über das Rückdünnen hinaus-
gehende Bearbeitung des Substrats nötig wird, kom-
men starre Trägersysteme zum Einsatz. Beispiele für 
solche Bearbeitungsschritte auf Prozessanlagen 
nach dem Rückdünnen sind: Metallisierung, Tro-
ckenätzen, Nassätzen, Laserbearbeitung, Lithogra-
phie, Dotierung etc..

[0005] Bei starren Trägersystemen wird das zu be-
arbeitende Substrat durch eine Klebeschicht mit ei-
nem Trägersubstrat verbunden. Das Trägersubstrat 
ist typischerweise zwischen 250 und 1.500 μm dick.

[0006] Das Trägersubstrat soll dem beliebig dünnen 
zu bearbeitenden Substrat ausreichend mechani-
sche Stabilität verleihen, um in weiterführenden Pro-
zessschritten beziehungsweise Prozessanlagen be-
arbeitet werden zu können. Die Wahl des Trägersub-
strats sowie des Klebers hängt von den Anforderun-
gen der nachfolgenden Bearbeitungsschritte ab. Ins-
besondere die maximale Einsatztemperatur, Vaku-
umbeständigkeit, optische Transparenz, chemische 
Beständigkeit sowie die Fähigkeit, Unebenheiten 
auszugleichen, sind zu berücksichtigen.

[0007] Der Zweck solcher Trägersysteme besteht 
darin, die dünnen Substrate auf mechanisch stabilen 
Trägersubstraten in Standardanlagen beziehungs-
weise Standardprozessen weiter bearbeiten zu kön-

nen, ohne die dünnen Substrate bei der Weiterbear-
beitung zu beschädigen oder auf die dünnen Subst-
rate spezifisch eingerichtete, teure Anlagen zu entwi-
ckeln.

[0008] Auch beim Transport der dünnen Substrate 
von einer Anlage zur nächsten ist ein Schutz der teil-
weise bereits bearbeiteten Substrate wichtig, um Be-
schädigungen der zerbrechlichen Substrate zu ver-
meiden.

[0009] Einige der vorgenannten Bearbeitungsschrit-
te erfordern eine exakte Positionierung des Substrats 
beziehungsweise des Trägers innerhalb der entspre-
chenden Anlage, beispielsweise unter einem Mikros-
kop mit hoher Vergrößerung. Dort muss das Substrat 
innerhalb von μm positioniert sein, um eine rasche 
Weiterbearbeitung/Inspektion zu ermöglichen. Ist die 
zu erfassende Position des Substrats nach der Posi-
tionierung nicht im Blickfeld des Mikroskops, ist eine 
Suchroutine beziehungsweise Nachjustierung erfor-
derlich, wodurch die Produktivität sinkt. Die Positio-
nierung erfolgt beispielsweise an der Außenkontur 
des Substrats oder Trägers, beispielsweise einem 
abgeflachten Bereich (so genannter „Flat”) oder einer 
Ausnehmung (so genannte „Notch”).

[0010] Es ist daher häufig erforderlich, dass bei Trä-
gersystemen anhand der Trägeraußenkontur eine 
Positionierung des Substrats vorgenommen wird, so 
dass eine möglichst exakte Positionierung des Sub-
strats auf dem Träger wünschenswert ist.

[0011] Da die Außenkonturen der Substrate bezie-
hungsweise Trägersubstrate mit teils erheblichen 
Fertigungstoleranzen behaftet sind, ist eine Positio-
nierung mit einfachen mechanischen Anschlägen 
nicht ausreichend für eine μm-genaue Positionie-
rung. Sehr eng tolerierte Substratabmessungen wä-
ren mit einem erheblichen Mehraufwand bei der Her-
stellung nicht mehr wirtschaftlich. Auch ein Aufbrin-
gen von optisch erfassbaren Passmarken verteuert 
das Trägersystem und ist nicht in allen Fällen mög-
lich.

[0012] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Vorrichtung und ein korrespondieren-
des Verfahren anzugeben, mit welchen eine genaue 
Positionierung eines auf einem Trägersubstrat fixier-
ten flächigen Substrats ermöglicht wird und die 
gleichzeitig universell einsetzbar sind.

[0013] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der 
Ansprüche 1 und 12 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen an-
gegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch 
sämtliche Kombinationen aus zumindest zwei von in 
der Beschreibung, den Ansprüchen und/oder den Fi-
guren angegebenen Merkmalen. Bei angegebenen 
Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten 
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Grenzen liegende Werte als Grenzwerte als offenbart 
gelten und in beliebiger Kombination beanspruchbar 
sein.

[0014] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, 
eine gattungsgemäße Vorrichtung sowie ein gat-
tungsgemäßes Verfahren derart zu verbessern, dass 
die Ausrichtung von Substrat und, insbesondere für 
die Weiterverarbeitung geeignetem, Trägersubstrat 
anhand der Außenkontur beziehungsweise des Um-
fangs des Substrats und des Trägersubstrats erfolgt. 
Weiterhin sind erfindungsgemäß Fixiermittel zur zu-
mindest teilweisen Vorfixierung des ausgerichteten 
Substrats auf dem Trägersubstrat vorgesehen. Be-
vorzugt erfolgt die Ausrichtung ohne optische Hilfs-
mittel, insbesondere durch Verwendung mechani-
scher Ausrichtungsmittel. Besonders bevorzugt ist 
die Verwendung einer beweglichen Mechanik, vor-
zugsweise einer beweglichen Mechanik sowohl für 
die Ausrichtung des Substrats als auch für die Aus-
richtung des Trägersubstrats. Dabei ist es von beson-
derem Vorteil, wenn die Ausrichtungsmittel in einer 
eigenen Anlage, insbesondere getrennt von einer 
Anlage zum Bonden des Substrats angeordnet sind. 
Die vorliegende Erfindung betrifft daher eine Vorrich-
tung und ein Verfahren, mit der zwei Substrate, näm-
lich ein Substrat und ein Trägersubstrat, mechanisch 
und unabhängig von mit Fertigungstoleranzen behaf-
teten Abmessungen exakt zueinander justierbar be-
ziehungsweise ausrichtbar sind.

[0015] Das Trägersubstrat dient als mechanischer 
Stabilisator. Das Trägersubstrat verleiht dem Ver-
bund aus Substrat und Trägersubstrat ausreichend 
mechanische Steifigkeit, um eine Bearbeitung des 
dünnen Substrats möglichst zerstörungsfrei zu er-
möglichen. Die Abmessungen des Substrats sind mit 
Vorteil gleich oder geringfügig kleiner wie das Träger-
substrat, beispielsweise bei einem Durchmesser des 
Trägersubstrats von 200,0 mm ein Durchmesser des 
Substrats von 199,6 mm.

[0016] Als Substrat kommen beispielsweise Wafer 
in Frage, die rund oder rechteckig sein können, mit 
oder ohne Flats oder Notches.

[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform in der 
Erfindung ist vorgesehen, dass die Ausrichtungsmit-
tel, insbesondere ausschließlich, in Radialrichtung R 
des Substrats und/oder des Trägersubstrats wirkend 
ausgebildet sind.

[0018] Alternativ können die Ausrichtungsmittel, 
insbesondere ausschließlich, quer zur Substratau-
ßenkontur und/oder zur Trägersubstrataußenkontur 
wirkend ausgebildet sein. Auf diese Weise ist eine 
flexible und universelle Ausrichtung des Substrats 
mit dem Trägersubstrat und/oder der Aufnahmeein-
richtung möglich.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung umfassen die Ausrichtungs-
mittel mindestens drei an der Substrataußenkontur 
verteilt anordenbare E-Aktuatoren zur Ausrichtung 
des Substrats sowie Positionserfassungsmittel zur 
Erfassung der Position der E-Aktuatoren. Die Ver-
wendung von Aktuatoren bringt den Vorteil mit sich, 
dass eine hochgenaue Steuerung, insbesondere 
weg- und/oder kraftabhängig, bei der Ausrichtung 
des Substrats und/oder Trägersubstrats in der Subst-
ratebene E vorgenommen werden kann.

[0020] Mit Vorteil sind die E-Aktuatoren entlang oder 
parallel zur Substratebene E und orthogonal zu der 
Substrataußenkontur bewegbar ausgebildet. Mit or-
thogonal zu der Substrataußenkontur ist gemeint, 
dass die Bewegungsrichtung jedes E-Aktuators or-
thogonal zu der im nächstliegenden Punkt der Subst-
rataußenkontur beziehungsweise Trägersubstratau-
ßenkontur verlaufenden Tangente ist. Im Falle eines 
rechteckigen Substrats gilt als Tangente die Seite des 
Substrats und die Bewegungsrichtung des E-Aktua-
tors schneidet die Seite des Substrats beziehungs-
weise Trägersubstrats möglichst mittig. Es können al-
lerdings pro Seite mehrere E-Aktuatoren vorgesehen 
sein.

[0021] Soweit die Trägersubstrataußenkontur mit 
der Substrataußenkontur korrespondiert oder diese 
am gesamten Umfang der Trägersubstrataußenkon-
tur überragt, bietet das Trägersubstrat bei der Weiter-
verarbeitung und/oder Bewegung des Verbundes 
aus Trägersubstrat und Substrat einen hervorragen-
den Schutz für das Substrat.

[0022] Indem die Fixiermittel mindestens einen Fi-
xieraktuator umfassen, der quer, insbesondere ortho-
gonal, zur Substratebene E angeordneten Z-Rich-
tung wirkend ausgebildet ist, kann die Fixierung 
ebenfalls mit den oben zu Aktuatoren genannten Vor-
teilen einer Kraft- und/oder Wegsteuerung in definier-
ter Art und Weise erfolgen.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
Erfindung ist mit Vorteil vorgesehen, dass Abstands-
mittel zur Einhaltung eines Abstands zwischen Sub-
strat und Trägersubstrat beim Ausrichten der Wafer 
vorgesehen sind. Hierdurch wird das Substrat beim 
Ausrichten der Wafer geschont. Als Abstandsmittel 
sind mit Vorteil seitlich zwischen Substrat und Träger-
substrat einschiebbare Keile, insbesondere Kegel-
keile, vorgesehen. Die Keile können durch Aktuato-
ren in die entsprechende Abstandsposition eingefah-
ren werden.

[0024] Weiterhin ist mit Vorteil vorgesehen, dass die 
Ausrichtungsmittel Z-Aktuatoren zur Bewegung der 
E-Aktuatoren quer zur Substratebene E, insbesonde-
re in Z-Richtung, umfassen. Auf diese Weise sind die 
E-Aktuatoren genau gegenüber dem Substrat aus-
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richtbar. Weiterhin besteht der Vorteil, dass mit den 
E-Aktuatoren sowohl das Substrat als auch das Trä-
gersubstrat nacheinander ausgerichtet werden kön-
nen.

[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform 
umfassen die Fixiermittel Energieeintragsmittel zur, 
insbesondere lokalen, vorzugsweise punktuellen, 
Beaufschlagung des Substrats und/oder Trägersub-
strats mit Energie zur Fixierung von Substrat und Trä-
gersubstrat. Hierdurch kann auf eine klemmende Fi-
xierung von Substrat und Trägersubstrat beziehungs-
weise zusätzliche Bauteile zur Fixierung des Subst-
rats mit dem Trägersubstrat verzichtet werden. 
Gleichzeitig wird aber eine für die Weiterverarbeitung 
ausreichende Fixierung erreicht.

[0026] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die 
Energieeintragsmittel durch den Fixieraktuator gebil-
det werden oder eine Lichtquelle oder ein Heizmittel 
als Energieeintragsmittel vorgesehen sind.

[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren wird ver-
bessert, indem während der Ausrichtung Abstands-
mittel zur Einhaltung eines Abstands zwischen Sub-
strat und Trägersubstrat beim Ausrichten der Wafer 
vorgesehen sind.

[0028] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in:

[0029] Fig. 1: eine schematische Aufsicht auf die er-
findungsgemäße Vorrichtung und

[0030] Fig. 2: eine schematische Seitenansicht der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung.

[0031] In den Figuren sind gleiche Bauteile und 
Bauteile mit der gleichen Funktion mit den gleichen 
Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0032] In Fig. 1 ist auf einer Aufnahmeeinrichtung 6
(hier: Chuck) ein Substrat 3 (strichliniert) positioniert 
und oberhalb des Substrats 3 ist ein Trägersubstrat 1
positioniert, das einen größeren Radius R1 als der 
Radius R2 des Substrats 3 aufweist.

[0033] Sowohl das Substrat 3 als auch das Träger-
substrat 1 weisen am Umfang je eine Nase 14, 15
(Notch) auf, die zur rotationsrichtigen Ausrichtung 
des Substrats 3 und des Trägersubstrats 1 dient. Die 
Positionierung des Substrats 3 und des Trägersubst-
rats 1 erfolgt in dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel sequenziell. In der gezeigten schematischen 
Darstellung findet die Positionierung beziehungswei-
se Ausrichtung des Trägersubstrats 1 statt, während 
die Positionierung beziehungsweise Ausrichtung des 
Substrats 3 bereits erfolgt ist.

[0034] Die Ausrichtung des Trägersubstrats 1 wird 
durch drei am Umfang verteilte E-Aktuatoren 9 be-
werkstelligt. Einer der E-Aktuatoren 9, im Ausfüh-
rungsbeispiel der in Fig. 1 unten dargestellte E-Aktu-
ator 9, dient gleichzeitig zur genauen Ausrichtung der 
Nasen 14 und 15.

[0035] Die E-Aktuatoren 9 bestehen aus einem Ak-
tuatorarm 16, der mit seinem Aktuatorarmende 17
eine Trägersubstrataußenkontur 18 kontaktierend 
ausgebildet ist.

[0036] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind 
drei E Aktuatoren 9 gleichmäßig am Umfang des run-
den Trägersubstrats 1 verteilt angeordnet. Die Bewe-
gung der Aktuatorarme 16 ist positionsgeregelt, wo-
bei mit Vorteil die an jedem Aktuatorarm 16 anliegen-
de Kraft einstellbar und/oder messbar ist. Weiterhin 
kann mit Vorteil ein Wegmesssystem in jedem E-Ak-
tuator 9 vorgesehen sein. Die Bewegung jedes Aktu-
atorarms 16 erfolgt quer zur Trägersubstrataußen-
kontur 18, im Fall des in Fig. 1 gezeigten runden Trä-
gersubstrats 1 in einer Radialrichtung R.

[0037] Jeder der E-Aktuatoren 9 bewegt das Trä-
gersubstrat 1 in Richtung eines Zentrums Z, und zwar 
in einer Substratebene E oder parallel hierzu.

[0038] Weiterhin sind am Umfang des Trägersubst-
rats 1 verteilt Keilaktuatoren 12 angeordnet, und zwar 
versetzt zu den E-Aktuatoren 9. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind jeweils drei Keilaktuatoren 12 und 
drei E-Aktuatoren 9 angeordnet.

[0039] An Keilaktuatorarmen 20 der Keilaktuatoren 
12 sind Keile 11 angebracht, die als Abstandhalter 
während der in Fig. 1 gezeigten Ausrichtung des Trä-
gersubstrats 1 gegenüber dem Substrat 3 dienen. 
Die Funktion der Keile 11 als Abstandhalter ist in 
Fig. 2 gut erkennbar.

[0040] In Fig. 2 ist darüber hinaus erkennbar, wie 
das Substrat 3 auf der Aufnahmeeinrichtung 6 fixier-
bar angeordnet ist, nämlich durch eine nicht darge-
stellte Vakuumeinrichtung, wobei das Vakuum bezie-
hungsweise der Unterdruck über eine Leitung 8 und 
eine in eine Aufnahmefläche zur Aufnahme des Sub-
strats 3 auf der Aufnahmeeinrichtung 6 eingebrachte 
Vertiefung 7 beaufschlagbar ist.

[0041] Während des Ausrichtungsvorgangs des 
Substrats 3 kann die Vakuumeinrichtung mit der Lei-
tung 8 und der Vertiefung 7 gleichzeitig als Luftlager 
dienen, indem über die Leitung 8 und die Vertiefung 
7 ein Überdruck beziehungsweise ein Luftstrom als 
Luftkissen auf der Aufnahmefläche angelegt wird. 
Auf diese Weise ist eine quasi reibungsfreie Ausrich-
tung des Substrats 3 auf der Aufnahmeeinrichtung 6
möglich. In einer alternativen Ausführung kann die 
Aufnahmeeinrichtung 6 anstelle oder zusätzlich zur 
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Vakuumeinrichtung mit der Leitung 8 und der Vertie-
fung 7 eine elektrostatische, magnetische und/oder 
durch Schwerkraft wirkende Fixierung integrieren.

[0042] Die Ausrichtung des Substrats 3 erfolgt ana-
log der Ausrichtung des Trägersubstrats 1, die oben 
beschrieben wurde. Zur Ausrichtung des Substrats 3
werden die E-Aktuatoren 9 durch an den E-Aktuato-
ren 9 angebrachte Z-Aktuatoren 13 in einer durch 
Pfeile 21 dargestellten Z-Richtung bewegt, damit der 
Aktuatorarm 16 beziehungsweise das Aktuatorar-
mende 17 an einer Substrataußenkontur 19 zur Anla-
ge kommen kann, um die Ausrichtung des Substrats 
3 zu bewirken.

[0043] Die in Fig. 2 dargestellte Position der E-Aktu-
atoren 9 oberhalb der Keilaktuatoren 12 ist rein sche-
matisch, da die E-Aktuatoren 9 in Wirklichkeit gemäß
Fig. 1 versetzt zu den Keilaktuatoren 12 angeordnet 
sind. Die gezeigte Darstellung dient dem leichteren 
Verständnis der Funktion der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung.

[0044] Zur Fixierung des ausgerichteten Substrats 3
mit dem ausgerichteten Trägersubstrat 1 im Zentrum 
Z ist ein in der Fixierrichtung F wirkender Fixieraktu-
ator 10 oberhalb des Trägersubstrats 1 angeordnet. 
Der Fixieraktuator 10 ist kraftgeregelt und dient zum 
lokalen Energieeintrag. Die Art des Energieeintrags 
richtet sich nach dem Material eines Verbindungsmit-
tels 2 am Trägersubstrat 1 beziehungsweise Verbin-
dungsmittels 4 am Substrat 3. Die Verbindungsmittel 
2, 4 können als thermisch aktivierte oder UV-aktivier-
te oder infrarotaktivierte Kleber beziehungsweise als 
selbstklebende Schicht ausgebildet sein.

[0045] Das Substrat 3 kann außerdem eine Topo-
graphie 5 aufweisen.

[0046] Der Ablauf der Ausrichtung und Vorfixierung 
ist wie folgt:  
Zunächst wird das Substrat 3 manuell oder über ei-
nen nicht dargestellten Roboterarm auf die Aufnah-
meeinrichtung 6 geladen. Falls das Trägersubstrat 1
unten liegen soll, wird zunächst das Trägersubstrat 1
geladen. Nachfolgend wird aber von dem in den Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiel ausgegangen.

[0047] Die E-Aktuatoren 9 werden durch die Z-Aktu-
atoren 13 auf das Niveau des Substrats 3 gefahren.

[0048] Anschließend oder gleichzeitig kann über die 
Leitung 8 Überdruck auf das durch die Vertiefungen 
7 gebildete Luftlager geschaltet werden, so dass das 
Substrat 3 im Wesentlichen reibungsfrei ausgerichtet 
und zentriert werden kann.

[0049] Die E-Aktuatoren 9 werden im Wesentlichen 
symmetrisch in Richtung des Zentrums Z bewegt, bis 
alle E-Aktuatoren auf Grund deren Kraftregelung au-

tomatisch gestoppt werden. Das Substrat 3 ist zu die-
sem Zeitpunkt in einer gegenüber der Aufnahmeein-
richtung 6 definierten Position, vorzugsweise zen-
triert.

[0050] In dieser Position wird das Substrat 3 durch 
Anlegen eines Vakuums an den Vertiefungen 7 über 
die Leitung 8 fixiert.

[0051] Die Positionen jedes der E-Aktuatoren 9 wer-
den gespeichert, so dass in dem in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiel drei Wegpositionen und 
damit die genaue Position des Substrats 3 gespei-
chert werden.

[0052] Soweit eine Ausrichtung des Trägersubstrats 
1 gegenüber dem Substrat 3 mit Abstand erfolgen 
soll, werden die Keile 11 als Abstandhalter mittels 
den am Umfang verteilten Keilaktuatoren 12 einge-
fahren, so dass drei Keile 11, die vorzugsweise ke-
gelförmig ausgebildet sind, am Umfang des Träger-
substrats 1 zwischen Trägersubstrat 1 und Substrat 3
angeordnet sind und einen Abstand zwischen Trä-
gersubstrat 1 und Substrat 3 gewährleisten.

[0053] Anschließend wird das Trägersubstrat 1 auf 
das Substrat 3 beziehungsweise auf die Keile 11 ge-
laden. Gleichzeitig oder im Anschluss daran werden 
die E-Aktuatoren 9 mittels der Z-Aktuatoren 13 auf 
das Niveau des Trägersubstrats 1 gebracht. Analog 
der Ausrichtung des Substrats 3 erfolgt nun die Aus-
richtung des Trägersubstrats 1 symmetrisch und 
äquidistant zu den für das Substrat 3 gespeicherten 
Positionen. Sobald das Trägersubstrat 1 gegenüber 
dem Substrat 3 ausgerichtet ist, wird durch den Fi-
xieraktuator 10 punktuelle Energie (hier im Zentrum 
Z) auf das Trägersubstrat 1 eingebracht und das Trä-
gersubstrat 1 mit dem Substrat 3 kontaktiert und vor-
fixiert.

[0054] Die Vorfixierung kann entweder in Anwesen-
heit oder bei herausgefahrenen Keilen 11 erfolgen, 
wobei sich das Trägersubstrat 1 im Falle von einge-
fahrenen Keilen 11 bei der Vorfixierung im Zentrum 
verbiegen wird.

[0055] Nachdem die Haftwirkung des Verbindungs-
mittels 2 und/oder des Verbindungsmittels 4 punktu-
ell eingetreten ist, wird der Fixieraktuator 10 nach 
oben weggefahren. Anschließend werden die Keile 
11 über die Keilaktuatoren 12 herausgefahren und 
die E-Aktuatoren zurückgefahren. Das Substrat 3
und das Trägersubstrat 1 sind nun entlang einer Kon-
taktfläche 22 des Substrats 3 in Kontakt.

[0056] Nach dem Lösen des Vakuums 7 kann der 
Verbund aus Trägersubstrat 1 und Substrat 3 zur wei-
teren Verarbeitung in weiteren Prozessschritten/An-
lagen entladen werden, beispielsweise über einen 
Roboterarm.
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1.  Vorrichtung zur Ausrichtung und Vorfixierung 
eines flächigen Substrats (3) auf einem Trägersubst-
rat (1) für die Weiterverarbeitung des Substrats (3) 
mit folgenden Merkmalen:  
– Ausrichtungsmitteln (9, 16, 17) zur Ausrichtung ei-
ner Substrataußenkontur (19) des Substrats (3) rela-
tiv zu einer Trägersubstrataußenkontur (18) des Trä-
gersubstrats (1) durch Einwirkung auf die Substra-
taußenkontur (19), wobei die Ausrichtung entlang ei-
ner durch eine Kontaktfläche (22) des Substrats (3) 
mit dem Trägersubstrat (1) aufgespannten Substrate-
bene E erfolgt und  
– Fixiermitteln (10, 2, 4) zur zumindest teilweisen Vor-
fixierung des ausgerichteten Substrats (3) auf dem 
Trägersubstrat (1).

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausrichtungsmittel (9, 16, 
17), insbesondere ausschließlich, in Radialrichtung R 
des Substrats (3) und/oder des Trägersubstrats (1) 
wirkend ausgebildet sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausrichtungsmittel (9, 16, 
17), insbesondere ausschließlich, quer zur Substra-
taußenkontur (19) und/oder zur Trägersubstratau-
ßenkontur (18) wirkend ausgebildet sind.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
richtungsmittel (9, 16, 17) mindestens drei an der 
Substrataußenkontur (19) verteilt anordenbare E-Ak-
tuatoren (9) zur Ausrichtung des Substrats (3) sowie 
Positionserfassungsmittel zur Erfassung der Position 
der E-Aktuatoren (9) umfassen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die E-Aktuatoren (9) entlang oder 
parallel zur Substratebene E und orthogonal zu der 
Substrataußenkontur (19) bewegbar ausgebildet 
sind.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gersubstrataußenkontur (18) mit der Substrataußen-
kontur (19) korrespondiert oder die Substrataußen-
kontur (19) am gesamten Umfang der Substratau-
ßenkontur (19) überragt.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier-
mittel (10, 2, 4) mindestens einen Fixieraktuator um-
fassen, der in einer quer, insbesondere orthogonal, 
zur Substratebene E angeordneten Z-Richtung wir-
kend ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Ab-
standsmittel (11, 12, 20) zur Einhaltung eines Ab-
stands zwischen dem Substrat (3) und dem Träger-
substrat (1) beim Ausrichten des Trägersubstrats (1) 
zum Substrat (3) vorgesehen sind.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
richtungsmittel (9, 16, 17, 13) Z-Aktuatoren (13) zur 
Bewegung der E-Aktuatoren (9) quer zur Substrate-
bene E, insbesondere in Z-Richtung, umfassen.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fixier-
mittel (10) Energieeintragsmittel zur, insbesondere 
lokalen, vorzugsweise punktuellen, Beaufschlagung 
des Substrats (3) und/oder Trägersubstrats (1) mit 
Energie zur Vorfixierung von Substrat (3) und Träger-
substrat (1) umfassen.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ener-
gieeintragsmittel durch den Fixieraktuator (10) 
und/oder durch eine Lichtquelle und/oder durch ein 
Heizmittel gebildet sind.

12.  Verfahren zur Ausrichtung und Vorfixierung 
eines flächigen Substrats (3) auf einem Trägersubst-
rat (1) für die Weiterverarbeitung des Substrats mit 
folgenden Merkmalen:  
– Ausrichtung einer Substrataußenkontur (19) des 

Bezugszeichenliste

1 Trägersubstrat
2 Verbindungsmittel
3 Substrat
4 Verbindungsmittel
5 Topographie
6 Aufnahmeeinrichtung
7 Vertiefung
8 Leitung
9 E-Aktuator
10 Fixieraktuator
11 Keil
12 Keilaktuator
13 Z-Aktuator
14 Nase
15 Nase
16 Aktuatorarm
17 Aktuatorarmende
18 Trägersubstrataußenkontur
19 Substrataußenkontur
20 Keilaktuatorarm
21 Pfeil
22 Kontaktfläche
E Substratebene
F Fixierrichtung
R1 Radius
R2 Radius
Z Zentrum
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Substrats (3) relativ zu einer Trägersubstrataußen-
kontur (18) des Trägersubstrats (1) durch Einwirkung 
auf die Substrataußenkontur (19) durch Ausrich-
tungsmittel (9, 16, 17), wobei die Ausrichtung entlang 
einer durch eine Kontaktfläche (22) des Substrats (3) 
aufgespannten Substratebene E erfolgt und  
– zumindest teilweise Vorfixierung des ausgerichte-
ten Substrats (3) auf dem Trägersubstrat (1) durch Fi-
xiermittel (10).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während der Ausrichtung Ab-
standsmittel (11, 12, 20) zur Einhaltung eines Ab-
stands zwischen Substrat (3) und Trägersubstrat (1) 
beim Ausrichten des Substrats (3) mit dem Träger-
substrat (1) vorgesehen sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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